附件4：
证券代码：300316                                   证券简称：晶盛机电
浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表
                                                       编号：2019-006
	投资者关系活动类别
	□√特定对象调研      □分析师会议
□媒体采访            □业绩说明会
□新闻发布会          □路演活动
□现场参观

□其他 

	参与单位名称及人员姓名

	姓名
	工作单位
	职务

	
	熊琳
	南方基金
	总监助理

	
	黄春逢
	南方基金
	基金经理

	
	戴计辉
	国泰基金
	基金经理

	
	郑伟
	中信保诚基金
	基金经理

	
	杜飞
	国海富兰克林基金
	基金经理

	
	韩贤旺
	汇添富基金
	首席经济学家

	
	朱国庆
	富兰克林邓普顿投资
	投资总监

	
	张玮
	太平洋资管
	投资副总裁

	
	黄义志
	景林资产
	投资经理

	
	李彪
	鑫元基金
	基金经理助理

	
	吴秉韬
	泰信基金
	基金经理助理

	
	朱旭光
	国海富兰克林基金
	研究员

	
	刘畅
	华安基金
	研究员

	
	章诚
	华泰证券
	分析师

	
	王珂
	广发证券
	分析师

	
	李正伟
	招商基金
	研究员

	
	郭若
	交银施罗德基金
	研究员

	
	周奕涛
	财通资管
	研究员

	
	吕娟
	方正证券
	分析师

	
	李远剑
	方正证券
	分析师

	
	李泽宙
	汇丰晋信
	分析师

	
	刘世昌
	农银汇理基金
	研究员

	
	王兆祥
	国泰基金
	研究员

	
	吴双
	国信证券
	分析师

	
	王泽瑜
	人保资产
	研究员

	
	陈林海
	海富通基金
	研究员

	
	姜绍政
	国寿安保基金
	研究员

	
	杨绍辉
	中银国际证券
	分析师

	
	冯德隆
	方正证券
	分析师

	
	金振振
	中邮基金
	研究员

	
	吴涛
	平安养老保险
	投资经理

	
	张凯
	中银基金
	研究员

	
	刘荫泽
	东方证券
	研究员

	
	吴伯珩
	西部利得基金
	研究员

	
	
	
	

	时间
	2019年3月20-21日

	地点
	杭州、上海

	上市公司接待人员姓名
	董事长曹建伟、董秘陆晓雯、证代陶焕军

	投资者关系活动主要内容介绍

	1、公司今年SEMICON China 展出情况？
答：SEMICON China已经成为中国半导体行业的盛事，今年的SEMICON China展出时间是3月20-22日，借此展会，公司在本次展会上携众多新品、要品亮相，如半导体单晶硅抛光机、超大尺寸半导体直拉单晶硅单晶棒、半导体区熔硅单晶棒、300mm硅抛光片、蛟舟号复合机器人、32英寸半导体石英坩埚、半导体硅片抛光液、半导体阀门及管接头、磁流体真空密封装置、450KG级全球最大尺寸泡生法蓝宝石晶体等，产品均有负责人在现场与大家交流，欢迎大家去现场走走看看。

2、公司设备产能情况？
答：公司目前订单情况较好，在生产管理上，公司通过精益生
产方式科学组织生产流程，对于产品的核心部件，主要使用公

司自有厂房、设备完成生产，对于比较成熟的普通部件和技术

含量低的一些辅助配套部件，在严格质量控制的前提下，采用

第三方外协加工完成，产能能够满足现有订单需求。
3、公司研发费用情况？
答：截止2018年9月30日，公司研发费用支出1.45亿元，占营业总收入的7.69%。公司是一家高科技制造企业，无论从企业愿景、战略，还是从下游光伏对技术推动降本增效，下游集成电路等高科技产业的自主发展和产业化实施，都需要新产品、新技术推向市场，需要企业持续的研发投入。

4、公司如何看光伏单晶炉产能效率和公司的关系？
答：我们从开发第一代单晶炉开始，始终在投入研发，率先在行业内推动全自动、复投等新技术的量产应用，从客户角度增加设备附加值，推动单晶炉单位产能提升。在光伏平价趋势下，加大产能是创造客户价值的最好方法，从而下游市场规模也日渐扩大，从我们刚介入光伏行业，市场扩产规模还是MW级，到后来的GW再到现在的10GW级，无论客户还是上游设备厂商，都是希望看到行业不断降本增效，做大产业市场规模，我们与客户是沿着共赢、可持续的路径在发展。
5、公司目前半导体设备产业链位置与发展？
答：目前公司的产品主要在硅片端，从产业重要性和投资意义上看，都是具有重要价值的。公司在半导体硅片端设备的开发投资已经有十余年，从承接国家科技重大专项课题（02专项）实现大尺寸硅材料生长设备的开发成功，摆脱国外垄断真正实现国产化，取得了重大进步。在半导体硅片端的关键核心设备供应，在技术与市场层面公司均走在了国内前列，伴随政策与市场的良好环境，公司将进一步与下游客户加大合作力度，推动我国半导体硅材料从设备到材料真正实现较高的国产化水平。同时公司近年来也在精密制造上加大投入，通过技术引进、先进设备引进和精密制造水平提升，为我国的半导体产业链其他公司提供精密部件加工服务与工业4.0智慧车间等服务。


	附件清单（如有）
	无

	日期
	2019年3月21日


